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Prifmethoden fiir elektronische Produkte und
Materialien nach IPC-TM-650 zur Ermittiung der
Qualitat und Zuverlassigkeit
und
Einordnung in das IPC-Richtlinienwerk
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Einordnung in das IPC-Richtlinienwerk

Das IPC-Richtlinienwerk stelit
technische Spezifikationen,
Leistungsanforderungen und
Priifmethoden fiir das Design,
die Leiterplatten- und Elektronikfertigung
fur die gesamte Produktentstehungskette
zur Verfugung

Ihr Fachverband fir Design, Leiterplatten- und Elektronikfertigung Copyright FED e.V. 3



P E™D

Prifmethoden fiir -
elektronische Produkte nach IPC-TM-650

IPC-Richtlinien und nationale / internationale Normung

JIS = Joint International Standard

<—I

IEC IPC Koordinierungsgruppe
fur Standardisierung (JISSO)
<€ in Kooperation mit
EIA, JEDEC, INEMI
u.a. JPCA |@e=p| [|PC
Deutsche Weitere asiatische
DIN EN : y
¢ ; Industrie Fachverbande
DIN IEC (DKE) CPCA, TPCA, KPCA, IPCA
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Endprodukt
T Prifmethoden
Baugruppen-Abnahme IPC-TM-650
IPC-A-610 ]
IPC/WHMA-A-620 fir elektronische
T Produkte und
Baugruppentechnik Materialien
Lotbarkeit Basisrichtlinie Loten IPC-J-STD-12 (Flip Chip, CSP) entlang der
IPC-J-STD-002 (L6tbarkeit BE) -»> IPC-J-STD-001 IPC-J-STD-013 (BGA, HDI) Produkt-
IPC-J-STD-003 (Lotbarkelt LP..usw. N e usw entstehungskette
A
// \ ~Visuell
~ -Dimensional
Lotpasten- Montage, Loten Leiterplatten-Abnahme Bauelemente Reinigung | | .Chemisch
und Kleber- J-STD-004 (Fluxer) IPC-A-600 J-STD-020 -Mechanisch
Schablonen J-STD-005 Leistungsspezifikationen J-STD-033 IPC-CH-65 | | £|aktrisch
(Lotpasten) IPC-6011 J-STD-075 IPC-5704 U lttechnisch
Design Kleber IPC-6012 -Umwelttechnisc
IPC-7525 'Iig'ii%% IPC-6013 Leiterplattenfertigung
o el IPC-6016...... usw. IPC-DR-570 (Bohrer)..... usw.
Reinigung Beschichtungen y
IPC-7526 IPC-CC-830, 1
PC-SM-840 Laminate, starr Interfaces, Datenlbergabe
IPC-4101 IPC-D-350-Serie..... usw.
Metallfolien Laminate, flex
IPC-4562 L, IPC-4202 bis IPC-4204
IPC-4563 Laminate, HDI, HF LP/BG-Design
IPC-CF-152 IPC-4103,IPC/JPCA-4104. usw. IPC-2220-Serie, IPC-7351..... usw.
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Prufmethoden zum Nachweis der Eigenschaften
gemal IPC-TM-650

Visuell und Dimensional
Chemisch und Mechanisch
Elektrisch und Umwelttechnisch

www.ipc.org/ContentPage.aspx?pageid=Test-Methods
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Visuelle Prufmethoden — Beispiele

Metallographische Praparation von Mikroschliffen
Methode 2.1.1 (Manuell)

Methode 2.1.1.2 (Automatisch / Halbautomatisch)

Methode 2.1.3 (Anatzen von Mikroschliffen)

Methode 2.1.5 (Oberflachen von Basismaterialien)

Mitgeltende IPC-Richtlinien

IPC-4562A (Metal Foil for Printed Wiring Applications)
IPC-A-600H (Abnahmekriterien fiir Leiterplatten)
IPC-4101C (Basismaterialien und Prepregs)
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Dimensionale Priifmethoden — Beispiele

Dicke und Gewicht von Kupferfolien

Methode 2.2.2 (Mechanisch und Optisch)

Methode 2.2.12.1 (Gesamtdicke und Treatmentprofil)

Methode 2.2.13.1 (Dicke der Lochmetallisierung)

Methode 2.2.21 (Planaritat von Basismaterial fur die
HDI- und Microvia-Technologie)

Mitgeltende IPC-Richtlinien
IPC-QI-645 (Standard for Visual Optical Inspection Aids)
IPC-A-600H (Abnahmekriterien fiir Leiterplatten)
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Chemische Prifmethoden — Beispiele

Methode 2.3.18 (Gelzeit von Prepregs)

Methode 2.3.25 (lonische Reinheit von Leiterplatten)
Methode 2.3.28 (lonen-Chromatographie)

Methode 2.3.41 (Halogengehalt von Basismaterial)

Mitgeltende IPC-Richtlinie

IPC-HDBK-001 (Handbook and Guide to the Requirements
for Soldered Electronic Assemblies)

IPC-4101C (Basismaterialien und Prepregs)
IPC-5704 (Cleanliness for Unpopulated Printed Boards)
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Mechanische Priifmethoden — Beispiele

Methode 2.4.1 (Haftfestigkeit - Klebebandtest)

Methode 2.4.8 (Haftfestigkeitspriifung von Kupfer auf Laminat)
Methode 2.4.22 (Wolbung und Verwindung)

Methode 2.4.24.1 (Time to Delamination, Td)

Methode 2.4.24.2-5 (Glass Transition Temperature, Tg)

Mitgeltende IPC-Richtlinie
IPC-A-600H (Abnahmekriterien fiir Leiterplatten)
IPC-4101 C (Basismaterialien und Prepregs)
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Elektrische Prufmethoden — Beispiele

Methode 2.5.5 (Dielektrizitatskonstante, Verlustfaktor usw.)
Methode 2.5.6 (Durchschlags- und Spannungsfestigkeit)
Methode 2.5.7 (Isolationswiderstand)

Mitgeltende IPC-Richtlinien
IPC-2141 (Controlled Impedance Circuit Boards and High
Speed Logic Design)
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Umwelttechnische Priifmethoden — Beispiele

Methode 2.6.3 (Feuchte und Isolationswiderstand)
Methode 2.6.7 (Temperaturwechsel-Thermal shock)
Methode 2.6.8 (Warmebelastung-Thermal stress)

Mitgeltende IPC-Richtlinien

IPC-CC-830B (Qualification and Performance of Electronic
Insulating Compound for Printed Board

Assemblies)
IPC-A-600H (Abnahmekriterien fiir Leiterplatten)

IPC-J-STD-001E (Anforderungen an gelotete Baugruppen)
I!Egﬂgggﬂnﬁesign, Leiterpl(glg%ic&m?tﬂim#ain;ie far Leit%ﬂgﬁﬂﬁ“) 12
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit

Ihr Kontakt

Alte Jakobstr. 85/86
10179 Berlin
Tel.: +49 (0)30 834 9059
Fax: +49 (0)30 834 1831
E-Mail: info@fed.de
www.fed.de
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Abkurzungen

ANSI American National Standards Institute

CPCA China Printed Circuit Association

DKE Deutsche Kommision Elektrotechnik Elektronik
(DIN-Normen, VDE-Richtlinien)

EIA Electronic Industries Alliance (USA)
EIPC European Institute of Printed Circuits

ECA  Electronic Components, Assemblies & Materials Association

INEMI  International Electrical Manufacturers Association
(Virtuelle Organisation von OEM, EMS, usw.)
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Abkurzungen

IPC Institute for Printed Circuits (urspriinglich)
Interconnecting and Packaging Electronic Circuits (spéater)
Association Connecting Electronics Industries (aktuell)

IEC International Electrotechnical Commision

(Internationales Normungsgremium in Genf)
1SO International Organization for Standardization
IPCA Indian Electronics Packaging and Circuits Association
JPCA Japan Electronics Packaging and Circuits Association

JISSO Joint International Standard Organization
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Abkilurzungen

JEDEC Joint Electron Device Engineering Councill
(Halbleiter-Standardisierung in der EIA)

KPCA Korea Electronics Packaging and Circuits Association

TPCA Taiwan Electronics Packaging and Circuits Association

WHMA Wiring Harness Manufacturer s Association
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